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(54) CHẤT KẾT DÍNH DỊ HƯỚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỐI CHI TIẾT ĐIỆN TỬ
(57)  Sáng chế đề cập đến chất kết dính có thể tạo ra sự cấp điện liên tục đầy đủ cho nền, 
trong đó việc xử lý trợ dung đã được thực hiện và phương pháp nối các chi tiết điện tử. 
Chất kết dính sử dụng bao gồm (met)acrylat có nhóm epoxy trong một phân tử và chất 
khơi mào polyme hóa gốc có nhiệt độ chu kỳ bán rã một phút là 110°C hoặc cao hơn. 
Thành phần chất kết dính dư giữa các đầu cuối chảy, nhờ đó thành phần imiđazol trong xử 
lý trợ dung, thành phần gắn kết với nhóm epoxy của acrylat chứa nhóm epoxy, được rút ra 
nhờ đó được loại bỏ khỏi bề mặt của đầu cuối.
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